
 

 

AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoC  

AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoCは、IoTアプリケーション向けのBluetooth® 

5.2コア仕様に準拠したデバイスです。業界最先端の40nm CMOS低消費電力プロセスを用い

て製造されたCYW20835は、高集積化により外付け部品を最小限に抑え、デバイスのフットプリ

ントとBluetooth® Low Energyソリューションの実装に伴うコストを削減します。  
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主な特長 

AIROC™ CYW20835 Bluetooth® LE SoCは、ホームオー

トメーション、アクセサリー、センサー (医療、ホーム、セキュリティ、

産業)、照明、Bluetooth® Mesh、ゲームコントローラー、リモコ

ン、キーボード、ジョイスティックなどのワイヤレス入力デバイス、また

はBluetooth® LEで接続されたIoTアプリケーションなど、

Bluetooth® Low Energyのユースケースにすべて対応するよう

設計されています。  

対象アプリケーション  

 スマートホーム 

 ファクトリーオートメーション 

 メディカル＆ヘルスケア 

 スマートビルディング  

製品概要および製品データシート ページへのリンク 

CYBLE-343072-02 Y SMT43 

CYBLE-333074-02 Y SMT43 

CYBLE-343072-EVAL-M2B  - ボード 

主な利点 

インフィニオンのAIROC™ CYW20835 Bluetooth® LEモジュールは、

オンボードの水晶振動子、受動部品、フラッシュメモリ、CYW20835シス

テムオンチップを完全に集積しています。高集積化されたこれらのモジュー

ルは、グローバルに認証されており、迅速な市場投入をサポートします。

AIROC™ CYBLE-343072-02は、ModusToolbox™ソフトウェアの

AIROC™ Bluetooth® SDKと、コード例が準備されたツールによってサ

ポートされており、組込みBluetooth® LEアプリケーションの迅速な開発

をサポートします。  

競合製品に対する優位性  

 信頼性の高い、長距離通信対応のBluetooth® LEの接続性 

 エッジ処理が可能 

 アナログとデジタルのICをチップセットに統合し、外付け部品との接続

が容易 

 インフィニオン、Bluetooth®設計の生産開始に向けた重要なステッ

プを担当 

https://www.infineon.com/cms/en/product/promopages/cyw20835/
https://www.infineon.com/dgdlac/Infineon-20835-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=8ac78c8c7d0d8da4017d1384e1b464ea
https://www.cypress.com/products/modustoolbox-software-environment#tabs-0-bottom_side-6
https://www.cypress.com/file/524721/download
https://www.cypress.com/file/524721/download
https://www.cypress.com/file/525576/download

